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Man könnte meinen, dass fester Halt auf flexiblen Substra-
ten im Widerspruch steht, aber die Klebstoffe von Panacol 
halten, was sie versprechen. Mehr noch: Für Photovoltaik-
Zellen erhöhen sie die Beständigkeit gegenüber Umweltein-
flüssen und leitfähige Klebstoffe verbinden und kontaktieren 
effizient die elektrischen Verbindungen an SMD-Komponen-
ten in einem Schritt. Wir freuen uns auf Ihre klebetechnische 
Herausforderung und beraten Sie gerne persönlich:  
auf der LOPEC, Halle B0, Stand 614.
oder Telefon +49 6171 6206-0 
info@panacol.de www.panacol.de


